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(54) Thermoplastische hartbare SelbstWebefolie 

(57) Thermoplastische selbstWebende und hitze- 
hartoare Klebstoffolie zum implantieren von elektn- 
schen Modulen in einen KartenkOrper, der nut einer 
versehen ist. in die ein elektromsches 

Kontaktfiachen und auf der der ersten Serte gegenOber- 
Snden zweiten Serte einen IC-Bauste.n au^e,st 
£»n Ansoh.uBpunkte uber elektrische 
Kontaktfiachen verbunden sind, wobe, cto KMrtM 
zur Verbindung der zwerten Seite des Moduls nrt *m 
Kartenkorper dient, dadurch gekennzerchnet. daB d e 
Ntt^e die Kombination folgender Bestandterte 
autweist: 

i) eines thermoplastischen Polymers mit einem 
Arrteilvon30bis90Gew.-%.unddazu 

ii) eines oder mehrerer Webrigmacher^er Harze mvt 
einem Anteil von 5 bis 50 Gew,% und (Oder alter- 

Hifvon Epoxidharzen mit Hartern. ggf. auch 
Beschleuniger. mit einem Anteil von 5 bis 40 Gew, 
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Beschrelbung 

Die Erf indung beschreibt eine thermoplastische Klebstoffolie, die zunftchst selbstklebend ist und dann zum Errei- 
chen hoher Klebfestigkeiten weiter gehartet werden kann. Eine solche FoJie ist geeignet zur Herstellung von Klebver- 
s bindungen, besonders auch zum Imptantieren von elektrischen Modulen in einen KartenkOrper unter Einwirkung von 
Druck und Warme. Ein derartiger, fertig verktebter Verbund wird als „Chipkarte" Oder -Smart Card" bezeichnet. 

Datentrager mit integriertem Schaltkreis sind bekannt und wert verbreitet, z. B. als Telefonkarten, Identifikations- 
karten Bankkarten o. a. Die Trfigerelemente fur die Chips - auch Module genannt - werden in die entsprechend dimen- 
sionierten AushOhlungen des Kartenkorpers maschinell in schneller Folge implantiert. Zur Fixierung dient dabei ein 
w WebSystem. 

Allerdings sind nicht alle Klebsysteme fur diese Aufgabe geeignet Klebstoffe mit LOsungsmittel grerfen das Karten- 
material an, wflhrend zweikomponentige Reaktions-Webstoffe nicht schnell genug ausharten. 

Vielfach eingesetzt werden flQssige Klebstoffe auf Cyanacrylat-Basis ( Methyl- bis Butylester ), weil diese bei 
Raumtemperatur schnell ausharten. Fur Arbeitstakte untertialb einer Sekunde, wie sie heute bere'rts in der Herstellung 
is derartiger Karten gefordert werden, ist deren Reaktionsgeschwindigkert dennoch recht gering. 

Da die Polymerisation der Cyanacrylate bekanntlich durch H 2 0-Molekule initiiert wird. errtstehen wertere Probleme 
dadurch, daB wechselnde Luftfeuchtigkeit die Aushartung beeinflusst. Auch die Polartaten von Karten- und Modulma- 
terial haben EinfluB auf die Reaktionsgeschwindigkeit. 

SchlieBlich konnen ProduktionsstOrungen durch ungezieltes Ausharten des Klebstoffs im Bereich der Produktions- 
20 linie z B ein Verstopfen der Auftragsdusen, auftreten. Ebenfalls ungunstig ist das gelegentlich auftretende Ausquet- 
schen von Klebstoff zwischen Modul und Kartenmaterial. Oft kommt es auch zu dem als -Blooming bezeichneten 
Effekt bei dem Cyanacrylat-Dampfe die Kartenoberflache nahe der Klebstelle irreversibel mattweiB verfarben. 

Als sehr groBer Nachteil ist die Harte und Sprodigkeit der Klebefuge anzusehen, weil das haufige Biegen im 
Lebenslauf einer Chipkarte wegen der mangelrtden Flexibilitat zum Versagen der VerWebung fuhren kann. 
25 Reine selbstklebende Systeme, wie sie z.B. in EP-A 521 502 beschrieben werden, erfullen zumeist nicht die Anfor- 
derungen an die Festigke'rt der VerWebung. so daB mit diesen hergestellte Datentrager oft nicht den an sie gestelrten 
Anspruchen bezGglich Einsatzsicherheit gerecht werden. Auch wenn besonders leistungsfahige doppelseitige Selbst- 
Webefolien ausgewahlt werden, reicht deren Festigkeit bei erhOhten Temperaturen von mehr als 40 °C. wie sie bei 
Lagerung und Gebrauch der Karten in warmen Landern und Jahreszeiten vorkommen, in der Regel nicht mehr aus. 
so Auch die in EP-A 493 738 als HeiBWebeband (17) gekennzeichneten filmfOrmigen SchmelzHebstoffe, die soge- 
nannten Hotmelts, die z. B. als Ethyienvinylacetat ( EVA ) oder Styrolbutadien-Copolymer ( SBS ) bei Raumtemperatur 
eher plastisches Verhalten aufweisen, werden nicht alien an sie gestelrten Anforderungen beim VerWeben des Moduls 
mit dem KartenkOrper gerecht. insbesondere erreichen sie nicht die benOtigte Warmefestigkeit. 

Gleiches gilt auch fur nicht filmformige, durch Aufschmelzen flOssig gemachte und dann applizierte SchmelzWeb- 
35 stoffe. Bei diesen Produkten kommt als we'rterer Nachteil die aufwendige Auftragstechnik hinzu. 

Die bekannten Datentrager und deren Herstellung weisen demnach fur die Praxis bedeutsame Nachteile auf. Bei 
mit herkommlichen Klebern hergestellte Datentragem ist die Verarbeitungsgeschwindigkeit fur sehr groBe Stuckzahlen 
zu gering. Aber auch die thermoaktrivierbaren, reaktiven Klebefolien sind nicht ohne Einschrankung einsetzbar. Derar- 
tige Klebfolien. die mit einer Dicke von ungefahr 70 \im im Handel zu beziehen sind, verlangen beim HeiBverpressen 
40 eine Temperatur von mindestens 1 20 °C, erzeugt von einem PreBstempel mit erheblich hoherer Temperatur. urn eine 
verlaBliche VerWebung zu erreichen. Bei einer derartigen, auch kurzzeitigen Temperaturbeanspruchung konnen die 
aus Kunststoff gefertigten Datentrager aber leicht beschadigt werden. Ferner treten im Boden der Datentrager Verfor- 
mungen auf, die die spatere reibungslose Verwendung der Datentrager beeintrachtjgen konnen. 

Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, eine Klebstoffolie zu schaffen. die selbst und bei ihrer Verwendung 
45 die Nachteile des Standes der Technik nicht oder zumindest nicht in dem Umfang aufweist. 

Gelost wird diese Aufgabe durch eine Klebstoffolie. wie sie in den PatentansprOchen ndher gekennzeichnet ist. 
Thermoplastische KlebstoHolien auf der Basis von Polymeren wie Polyurethanen. Pdyestern, Polyamiden oder 
Polyolefinen und deren Derivaten, genugen den an sie bei der VerWebung von Modulen mit dem KartenkOrper gestelt- 
ten Anforderungen bererts zu einem gewissen Teil. Ihre Kohasion und spezif ische Haftung auf Kunststoffen bewirkt eine 
so begrenzte Verbundfestigkeit. Weiterhin gewahrleistet die bei Raumtemperatur dominierende hohe Elastizitat gute Bie- 

gefestigkeit. . 

Uberraschend gelang es nun, durch Zusatze von nichtreaktiven Harzen und/oder reaktiven Harz/Harter-Systemen 
die hohen Aktivierungstemperaturen der unmodHizierten Polymeren zu senken - bis zur SelbstWebrigkeit - . gleichzeitig 
die Adhasion zu steigern und auf diese Weise eine Webfolie zu erhalten, welche zum Erreichen hoher Festigkeiten wei- 
55 ter gehartet werden kann. . . 

Die bevorzugte Ausfuhrungstorm der erfindungsgemaBen thermoplastischen Klebstoffolie basiert auf einem ther- 
moplastischen Polyurethan. Thermoplastische Polyurethane sind als Reaktionsprodukte aus Polyester- oder Polyether- 
polyolen und organischen Diisocyananten wie Diphenylmethandiisocyanat oder Hexamethylendiisocyanat. seltener 
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,en Gebrauch nur eingeschrank. Oder garmcht 9^ vertraglichen Harzen kann die Erweichungstem- 
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M • sfe T b£?Ue P n C im verkiebten Zuttnd eine hohe Kohasion und EUUW MRmW 
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mische Oder elektrische Leitfahigkeitdurch gezielte Zusatze von Farbstoffen. mineralischen bzw. organischen Fullstof- 
fen und/oder Kohlenstoff- bzw. Metallpulvern erzielt werden. 

Die nachstehend beschriebenen Produkte kOnnen sowohl l&sungsmittelfrei als auch aus Losung hergestellt wer- 
den. 

s Bei der losungsmittelf reien Herstellung werden die einzelnen Bestandteile unter AusschluB des latenten Harters im 
Kneter bei 1 50 °C vorgemischt und anschlieBend bei 80 bis 1 1 0 °C unter Zumischung des Harters uber eine Breitband- 
schlitzdiise zu einer Folie extrudiert und auf Trennpapier aufgewickelt. Diese Herstellungsweise ist fur dickere Folien 
von 80 bis 500 vim und daruber geeignet. 

Bei der Herstellung der Klebstoffolie aus Losung werden die Bestandteile in einem Losungsmrttelgemisch aus 40 

w Gew.-% Ethylacetat und 60 Gew.-% Aceton gelost, vorzugsweise mit einem Feststoffanteil von ungefahr 40 Gew.-%. 
Diese LOsung wird mittels Rakel in definierter Schichtstarke auf Silikonpapier aufgebracht und getrocknet. Das Verfah- 
ren eignet sich zur Herstellung dunner Klebstoffolien mit Trockenschichtdicken zwischen 20 und 100 urn. 

Beispiel 

is 





Chem. Basis 


Handelsbezeichnung 


Anteil in Gew.-% 


20 


Thermoplast. PU 


Desmocolt 400 ( Bayer AG) 


40.0 




Kolophoniumharz 


Harz 731 D (Abieta Chemie) 


33,0 




Epoxidharz (Bisphenol A/F] 


Rutapox 0164 (Bakelite AG) 


24,0 




Dicyandiamid 


Dyhard 100 S (SKW Trostoerg) 


2,1 


25 


Di chJorpheny Idimethyl har nstoff 


Diuron (Du Pont) 


0,4 




Si0 2 , amorph 


Aerosil 200 ( Degussa ) 


0,5 



30 Bei einer Chipkarte. die mit einer Klebstoffolie nach diesem Beispiel hergestellt wird, ist ein nachtragliches, miB- 
brauchliches Entfernen des Chips kaum mehr mOglich, wenn diese nach dem eigentlichen HerstellungsprozeB noch 1 0 
Sturtden lang bei einer Temperatur von circa 70 °C gelagert wird. 

Patentanspruche 

35 

1. Thermoplastische selbstklebende und hitzehartbare Klebstoffolie zum Implantieren von elektrischen Modulen in 
einen Kartenk&rper, der mit einer Aussparung versehen ist, in die ein elektronisches Modul anzuordnen ist, das auf 
der ersten Seite mehrere Kontaktflachen und auf der der ersten Seite gegenQberliegenden zweiten Seite einen IC- 
Baustein aufweist, dessen AnschluBpunkte Ober elektrische Leiter mit den Kontaktflachen verbunden sind, wobei 

40 die Klebstoffolie zur Verbindung der zweiten Seite des Moduls mit dem KartenkOrper dient. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Klebstoffolie die Kombination folgender Bestandteile aufweist: 

i) eines thermoplastischen Polymers mit einem Anteil von 30 bis 90 Gew.-%. und dazu 

ii) eines oder mehrerer kiebrigmachender Harze mit einem Anteil von 5 bis 50 Gew.-% und (Oder alternativ) 
45 iii) von Epoxidharzen mit Hartern. ggf. auch Beschleuniger, mit einem Anteil von 5 bis 40 Gew.-%. 

2. Thermoplastische Klebstoffolie nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet. daB es sich bei dem thermoplastischen 
Polymer urn ein Polyurethan handelt. 

so 3. Thermoplastische Klebstoffolie nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB die Klebstoffolie mit einem oder 
mehreren Additiven wie Farbstoffen, mineralischen bzw. organischen FOIIstoffen, beispielsweise Siliziumdioxid. 
Kohlenstoffpulvern und Metallpulvern abgemischt ist. 

4. Thermoplastische Klebstoffolie nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB die Klebstoffolie eine Dicke von 20 
55 bis 500 |im aufweist. 

5. Thermoplastische Klebstoffolie nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet. daB die Klebstoffolie fOr ein HeiBver- 
pressen bei Temperaturen unter 120 °C. insbesondere bei 60 bis 100 °C. geeignet ist. 
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